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免責聲明

本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在及未來
之營運彙總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性
及推論所影響，部份將超出公司的控制之外，實際結論可能與這些
前瞻性論述大為不同。

⚫ 所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示地表達或保
證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不代表本公司、產業狀
況及後續重大發展之完整論述。

⚫ 本簡報中對未來的展望，反應公司截至目前為止之看法。這些
若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒及更新。
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財務報告
Financial Report1
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1-1年簡明財務報表Financial Statements
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1-2.資產負債表Consolidated Balance Sheets
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1-2.資產負債表Consolidated Balance Sheets
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1-3.綜合損益表Consolidated Statement of Comprehensive Income
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1-3.綜合損益表Consolidated Statement of Comprehensive Income
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1-4.現金流量表Consolidated Statement of Cash Flows
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1-5.股利發放情形 Dividend Distribution
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公司現況與市場展望

◼ 公司現況
⚫ 公司概要

⚫ 組織架構

⚫ 技術領域

⚫ 產品介紹 ◼ 市場展望
⚫ 市場趨勢

➢ 印刷電路板

➢ 半導體先進封裝

⚫ 服務據點佈局
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公司概要

楊梅工廠
基地:3800坪
建築面積:6800坪
從業人數:260人

楊梅工廠 Yangmei

蘇州工廠
基地:55畝
建築面積:28000平方米
從業人數:140人

蘇州工廠 Suzhou

設立 1990年1月

資本額

台灣實收：
新台幣 6億元

大陸實收： 
美金1仟萬元

營業額
2025年度營收：
新台幣 25.74億元
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組織架構
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塗佈
Coating

• 滾輪塗佈
Roller Coating

• 噴塗
Spray Coating

• 浸泡塗佈
Dip Coating

• 狹縫塗佈
Slot Die Coating

烘烤
Curing

• 熱風
Hot Air Curing

• 熱板
Hot Plate Curing

• 真空
Vacuum Curing

• 紅外線
IR Curing

• 紫外線
UV Curing

壓膜整平
撕膜

Laminating
Leveling

Peeling-off

• 壓膜
Laminating

• 真空壓膜
Vacuum Laminating

• 整平
Leveling

• 撕膜
Film Peeling-off

自動化
Automation

視覺
影像整合

Visual Image 
Integration

• 影像整合
Image Integration

• 視覺對位系統
Visual Positioning System

• 影像軟體開發
Image Software Developing

技術領域
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產品介紹

自動化
Automation
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產品介紹

TSV/TGV/Copper pillar bump

TGV
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伊隆馬斯克警告：人工智慧+機器人技術將像「超音速海嘯」一樣席捲全球。•科技奇點 (Technology Singularity)：
指人工智慧發展到超越人類智慧的時刻，

  導致人類文明發生不可逆轉的突變。

市場趨勢



市場趨勢

單獨實現很容易
但要同時滿足三要項

非常困難

散熱和占地面積
存在挑戰

伺服器叢集和資料倉儲

• 儲存、管理和處理數據
• 應用程式和服務
• 人工智慧模型訓練
• 自然語言處理
• 生成式人工智慧

Cloud

基礎建設需先建置

AI

人類行為模式正在改變
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市場趨勢
➢印刷電路板 & 載板

Server / Data Storage
Wired Infrastructure

Wireless Infrastructure
Military/Aerospace

Medical
Automotive

Mobile Phones

Consumer
Computer: PC
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層數
板尺寸及重量
製程自動化
潔淨度
平整性

AI 伺服器 – IC 載板、
            高多層板
通訊設備 – RF通訊板 

車用 – 多層板、HDI板、軟板、IC載板
消費性電子 – IC 載板、HDI板、
             MSAP板、軟板、
             軟硬結合板

市場趨勢
➢印刷電路板 & 載板
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晶圓/板 級封裝
Wafer/Panel

Level 
Packaging

&

異質整合
Heterogeneous 

Integration

玻璃核心載板
Glass Core
Substrate

&

玻璃中介層
Glass 

Interposer

市場趨勢
➢ 半導體先進封裝

群翊設備 v.s.先進封裝
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市場趨勢
➢ 半導體先進封裝

群翊晶圓設備

貼+壓
撕 烤塗



市場趨勢
➢ 半導體先進封裝-PLP



市場趨勢
➢ 半導體先進封裝-Glass Core

Intel’s glass core substrate unveiled at NEPCON Japan 2026

已看到市場曙光
以及關注中Tier 1廠商身影
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市場趨勢
➢ 半導體先進封裝-Glass Core

玻璃核心載板
&

玻璃中介層

TGV 金屬化 + RDL線路增層

塗佈、烘烤、壓膜、撕膜 等

製程設備



wafer 

small panel

glass core panel

CCL core / coreless panel 
(w/ PCB & IC substrate)

glass carrier PLP

metal carrier PLP

產品銷售實績地理分布

IDM, OSAT, Substrate maker,
PCB maker, Display maker…
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服務據點佈局
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3 ESG
群翊透過創新的商業力量
追求經濟、社會與環境的永續



管理體系建置近期成果:低軌衛星供應鏈直接要求

ISO9001
品質管理系統

ISO45001
職業安全衛生管理系統

ISO14064-1
組織型溫室氣體盤查系統

ISO27001
資訊安全管理系統



因應AI與先進封裝用電趨勢: 強化組織整廠韌性

• 屋頂型太陽能、雨水回收裝置

• 自發自用取得碳權

• 逐步導入建置ISO50001能源管理系統

• 工廠智慧化能源管理、耗能設備監測



擴大產學合作 因應新廠招募 人才永續佈局

• 國立台灣大學國際事務處

• 第五屆國際引路人計畫合作

• 國立中央大學

• 第九屆企業導師計畫

圖片資料來源: 國立台灣大學、國立中央大學、Cake

• 國立陽明交通大學
• 電子科技校園徵才



美中參展擴人脈 特殊基板承載裝置專利展先機



連結桃園永續領導力 實踐公益 提升品牌價值



www.gpline.com.tw

Thank you
A n y  Qu e s t io n s  F e e l  f re e  to  co n ta ct  u s

gp @ gp l in e . co m . tw

群翊工業股份有限公司｜GROUP UP INDUSTRIAL CO., LTD. 
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